
1



2



3













4

电

子

消费电子

半导体

PCB

被动元器件

汽车电子





5









6

PE















7







8



9



10



-90%

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

0

10

20

30

40

50

60

2
01
0-
01

2
01
0-
05

2
01
0-
09

2
01
1-
01

2
01
1-
05

2
01
1-
09

2
01
2-
01

2
01
2-
05

2
01
2-
09

2
01
3-
01

2
01
3-
05

2
01
3-
09

2
01
4-
01

2
01
4-
05

2
01
4-
09

2
01
5-
01

2
01
5-
05

2
01
5-
09

2
01
6-
01

2
01
6-
05

2
01
6-
09

2
01
7-
01

2
01
7-
05

2
01
7-
09

2
01
8-
01

2
01
8-
05

2
01
8-
09

2
01
9-
01

2
01
9-
05

2
01
9-
09

2
02
0-
01

2
02
0-
05

2
02
0-
09

2
02
1-
01

2
02
1-
05

2
02
1-
09

2
02
2-
01

2
02
2-
05

2
02
2-
09

2
02
3-
01

2
02
3-
05

2
02
3-
09

2
02
4-
01

2
02
4-
05

2
02
4-
09

全球半导体销售额（十亿美元） yoy

11
WSTS semi





图表：全球半导体市场月度市场规模（单位：十亿美元）（截止到2024年10月）
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DRAM
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存储芯片市场结构占比情况
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中国模拟芯片应用领域占比统计
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IDM 1-3Q24
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SiC GaN

Si GaAs GaN 4H-SiC
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图表：2023年晶圆代工市占率预测
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2024 Q3 7 69%
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大厂新品采用先进封装方案，大幅提升芯片性能

图表：B200性能提升显著

图表：Blackwell配置1个Grace CPU和2个B200 GPU
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Chiplet相较于SoC对于性能提升更有优势、性价比更高

图表：Chiplet技术相比SoC技术每个模块可以采用不同的工艺

2023



27

CoWoS及HBM产能是影响出货核心环节，目前正持续扩产

27

图表：台积电CoWoS结构示意图 图表：HBM解决了内存速率瓶颈的问题
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HardzoneSemiwiki
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半导体设备：半导体基石，国产替代空间广阔

图表：半导体设备是整个半导体产业链的基本支撑

SEMI
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全球半导体设备支出有望在2025年恢复快速增长

图表：2025年全球12寸设备支出有望同比+24%，达1232 亿美元

SEMI
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图表：后续主要扩产增量主要来自于存储客户

SEMI

后续扩产主要增量来自存储客户



31





图表：ASML24Q1-3收入中中国大陆地区收入占比持续高于45% 图表：2024年1-9月从荷兰光刻机进口额达到70.55亿美元，同比增长52%
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中高端设备持续突破，看好国产设备厂商替代逻辑

图表：3D NAND存储要求极高深宽比刻蚀

2023

图表：中微公司持续突破极高深宽比刻蚀设备

2022
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半导体设备零组件：国内设备订单持续景气，看好需求复苏+国产替代加速

零部件类型 薄膜设备 热处理设备 清洗设备 光刻设备
涂胶显影设

备
刻蚀设备 离子注入设备 CMP设备 检测设备 国产化率

真空阀门 √ √ √ √ √ ＜1%

真空计 √ √ √ √ √ ＜1%

MFC √ √ √ √ √ √ √ √ 1%-5%

机械臂 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1%-5%

射频电源 √ √ √ √ 1%-5%

加热器 √ √ √ √ √ √ √ √ 5%-10%

真空pump √ √ √ √ 10%-15%

O-ring √ √ √ √ √ √ √ √ √ ＞10%

石英/陶瓷部件 √ √ √ √ ＞10%

硅材料部件 √ √ √ √ 20%-30%
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 半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料。其中，晶圆制造材料包括硅片、掩模版、电子气体、光刻胶、CMP抛光材料、湿电子化

学品、靶材等；封装材料包括封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘结材料和其他封装材料。

 据SEMI数据，2023年全球半导体材料市场销售额从2022年创下的727亿美元的市场纪录下降8.2%，至667亿美元。中国大陆2023年半导

体材料销售额为130.85亿美元，同比增长0.9%。
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 据SEMI数据显示，硅片为半导体材料领域规模最大的品类，市场份额占比达32.9%；其次为气体，占比约14.1%；光掩模排名第三，占比

为12.6%。此外，抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、溅射靶材的占比分别为7.2%、6.9%、6.1、4%和3%。

 2023年半导体硅片出货量12,602百万平方英寸，同比下滑14.3%；销售额123亿美元，同比下滑10.9%。

 据SUMCO公告显示，2025-2026年半导体硅片长期协议价将调涨。
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消费电子产品

通讯终端

-智能手机

-传统手机

电脑&周边

-平板电脑

-笔记本电脑

-显示器

智能硬件

-可穿戴设备

-智能家居

-智能车载

数码产品

-数码相机

-游戏机

-电子玩具

其他

-GPS

-复印机



•

•

•

39

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 全球智能手机渗透率（左）
884116.WI苹果指数（右）

0

20

40

60

0%

20%

40%

60%

80%

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0
1
5

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
8

全球智能手机渗透率（%，左轴）

苹果公司股价（美元，右轴）

诺基亚股价（美元，右轴）



•

•

•

•

•

40



•

•

•

41



42







0

10

20

30

40

50

60

成本（美元）



43



44







图 ：国内各整车厂城市NOA落地时间和落地范围
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图 ：单车激光雷达价值量有望大幅提升 图：robotaxi 车型搭载的激光雷达数量及供应商
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图 ：激光雷达供应链
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Prisamrk
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图表：全球PCB产值（亿美元）
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图表：2023~2028年全球PCB细分领域复合增速
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图表：全球云计算市场规模及增速

图表：服务器/存储平台升级导致PCB升级

图表：AI服务器导致PCB升级

图表：以太网转发芯片升级
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图表：GB200 Grace Blackwell Surperchip
图表：英伟达GB200系统关键硬件架构示意图

图表：HDI板和GPU+CPU系统构成了“有点小贵”的算力单元
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图表：从英伟达GPU的快速上量可知当前先进封装已经发展至第五阶段
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图表：全球先进封装市场规模（十亿美元） 图表：2021~2027年全球先进封装细分市场复合增速
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